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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》的组成部分见附录Ｂ。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４２３的第５９部分。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）提出并归口。

本部分起草单位：信息产业部电子第五研究所、电信科学技术第一研究所、中国电信股份有限公司

广东研究院、北京航空航天大学。

本部分主要起草人：纪春阳、魏蓓、解禾、陈健儿、吴飒、阳川。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法

试验犣／犃犅犕犉犺：温度（低温、高温）／

低气压／振动（随机）综合

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分规定了温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）综合试验的基本要求、严酷等

级、试验程序以及其他技术细则。

本部分适用于确定产品在温度（低温、高温）、低气压和振动（随机）综合作用下的适应性。有温度变

化的综合试验可参考本部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２２　电工电子产品环境试验　术语

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００８，

ＩＥＣ６００６８２２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｍ：低气压试验方法（ＧＢ／Ｔ

２４２３．２１—２００８，ＩＥＣ６００６８２１３：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＢＭ：高温／低气压综合试

验（ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—２００８，ＩＥＣ６００６８２４１：１９７６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　振动、冲击和类似动力学试验样

品的安装（ＧＢ／Ｔ２４２３．４３———２００８，ＩＥＣ６００６８２４７：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｈ：宽带随机振动（数字控

制）和导则（ＧＢ／Ｔ２４２３．５６—２００６，ＩＥＣ６００６８２６４：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２４．１　电工电子产品环境试验　高温低温试验导则（ＧＢ／Ｔ２４２４．１—２００５，ＩＥＣ６００６８３

１：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９６　电工电子产品环境条件分类　第１部分：环境参数及其严酷程度（ＧＢ／Ｔ４７９６—

２００８，ＩＥＣ６０７２１１：２００２，ＩＤＴ）

３　定义和术语

ＧＢ／Ｔ２４２２、ＧＢ／Ｔ２４２３．１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２、ＧＢ／Ｔ２４２３．５６、ＧＢ／Ｔ２４２３．２１和ＧＢ／Ｔ２４２３．２６确立

的术语和定义适用于本部分。

４　一般说明

本试验是试验Ａ（低温）、试验Ｂ（高温）、试验 Ｍ（低气压）和试验Ｆｈ（振动（随机））的综合试验。
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试验样品应按照试验程序依次进行试验室温度下的振动（随机）试验、温度试验和温度／低气压综合

试验，最后再叠加以振动（随机）使试验样品经受温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）的综合试验。当

试验样品已通过单一的振动（随机）试验、温度试验及温度／低气压综合试验时，可直接进行温度（低温、

高温）／低气压／振动（随机）的综合试验。

在试验过程中试验样品是否处于工作状态应由有关规范规定。

５　试验设备

５．１　试验设备要求总则

除非有关规范另有规定，试验设备应符合ＧＢ／Ｔ２４２３．１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２、ＧＢ／Ｔ２４２３．２１和ＧＢ／Ｔ２４２３．５６

中对试验设备的要求。

应注意避免振动台与试验箱（室）间产生机械耦合和压力恢复到正常大气压时吸入的空气使试验箱

（室）内的空气污染。

５．２　设备的装置

除非有关规范另有规定，一般情况下，振动台台体应装在试验箱（室）外面，只把振动台台面伸入箱

（室）内部。

５．３　接口装置

当振动台台体在试验箱（室）外面并把振动台面深入试验箱（室）内部时，应解决振动台与试验箱

（室）之间的隔热和耐压密封接口装置问题。该接口装置除了满足隔热和气密的基本要求外，还应避免

振动台与试验箱（室）间的机械耦合和因试验箱（室）气压下降时振动台面偏离平衡位置（上升或偏离中

心）等不利因素。

６　样品的安装

试验样品的安装应模拟实际安装状态，在满足ＧＢ／Ｔ２４２３．４３和ＧＢ／Ｔ２４２３．５６的前提下，尽量满

足ＧＢ／Ｔ２４２３．１和ＧＢ／Ｔ２４２３．２。试验样品与振动台之间的隔热垫应具有较大的刚度和较低的热传

导率（绝热）。

７　严酷等级

试验的严酷等级由温度、气压、振动频率范围、振幅值和持续时间共同确定。

除非有关规范另有规定，可优先从下列数值中选取温度、气压、加速度谱密度值、加速度谱密度的谱

形、试验持续时间进行试验等级组合。

７．１　温度严酷等级

温度严酷等级见表１。

表１　温度严酷等级

低温／℃ ＋５ －５ －１０ －２５ －４０ －５５ －６５

容差／℃ ±３

高温／℃ ＋１５５ ＋１２５ ＋１００ ＋８５ ＋７０ ＋５５ ＋４０

容差／℃ ±２

　　注１：当气压低于１０ｋＰａ难以达到规定的温度容差时，有关规范可另行规定容差；

注２：高温时，如果试验箱（室）的容积较大，不可能保持±２℃的偏差时，则可以放宽至：在１００℃及以下时用

±３℃，１００℃以上时用±５℃。这是应在试验报告中写明偏差。

７．２　低气压严酷等级

低气压严酷等级见表２。
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表２　低气压严酷等级

气压值／ｋＰａ 容差／ｋＰａ 近似海拔高度／ｍ

１

２
±０．１

３１２００

２６６００

４

８

１５

２５

±０．５

２２１００

１７６００

１３６００

１０４００

４０

５５

６１．５

７０

７９．５

８４

±２

７２００

４８５０

４０００

３０００

２０００

１５５０

７．３　振动严酷等级

７．３．１　总则

振动（随机）试验严酷等级根据由下列参数组成：

———试验频率范围；

———加速度谱密度值；

———加速度谱密度的谱形；

———试验持续时间。

有关规范应规定每一个参数值，它们从下列参数中选取；

ａ）　从７．３．２～７．３．３的给定值中选取；

ｂ）　当从已知环境条件中得出明显不同值时，则取该值；

ｃ）　由已知相关的数据资料中获得（例如ＧＢ／Ｔ４７９６）。

７．３．２　频率范围

如果选择了７．３．１中ａ）项，则试验频率范围应从表３中选取。

表３　频率范围

犳１／Ｈｚ 犳２／Ｈｚ

１ １００

５ ５００

２０ ２０００

５０ ５０００

　　频率犳１ 和犳２ 以及它们与加速度谱密度的关系如图１所示。

７．３．３　加速度谱密度值

如果选择了７．３．１中ａ）项，则在犳１ 和犳２ 之间的加速度谱密度（图１中０ｄＢ）应从下列数值

［以（ｍ／ｓ２）２／Ｈｚ为单位］中选取：

０．０５；０．１；０．５；１．０；５．０；１０．０；５０．０；１００．０

若采用犵ｎ表达，犵ｎ取１０ｍ／ｓ
２。

３
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７．３．４　加速度谱密度的谱形

规定加速度谱密度谱形为平直谱（见图１），在特殊情况下，可能要规定近似形状的加速度谱密度谱

形，此时，有关规范应按频率函数规定加速度谱密度曲线形状，应尽可能从７．３．２和７．３．３给定值中选

取不同的谱密度值和相应的频率范围，即拐点。此外，有关规范应规定在不同谱密度值之间的斜率。

７．４　温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）综合试试验持续时间

试验的持续时间应在温度、低气压条件下以试验样品达到温度稳定后并开始振动时算起（见图２和

图３）。

除非有关规范另有规定，一般情况下，每一个轴向的持续时间应从下列数值中选取，以分钟为单位，

容差为０％～５％：

１、２、５、１０、２０、５０、１００。

８　预处理

试验样品应按有关规范规定进行预处理。

９　初始检测

试验样品应按有关规范规定进行外观检查及电气和机械性能检测。

１０　试验

１０．１　试验准备

有关规范应规定在试验样品的一个或几个轴向上进行振动。当在整个试验过程中规定在几个轴向

上振动时，应在每一规定的轴向上重复整个试验程序。

散热试验样品应采用ＧＢ／Ｔ２４２３．１试验Ａｄ中的没有强迫空气循环的试验方法。对没有冷却装

置的散热试验样品，当试验箱（室）足够大，但只有强迫空气循环才能保持箱（室）内的试验温度时可采用

试验Ａｄ中的方法Ａ。当试验箱的容积太小以致不能满足自由空气条件时应采用试验Ａｄ中的方法Ｂ。

对有冷却装置的散热试验样品，可采用试验Ａｄ中的方法Ａ。但有关规范应规定供给的冷却剂的特性，

若为空气时，则应避免受到油的污染和潮湿的影响。

非散热试验样品应采用强迫空气循环的试验方法。

１０．２　条件试验

１０．２．１　振动试验

综合试验箱（室）内处于试验室温度。试验样品在不包装不通电状态下按规定的轴向安装到振动台

上，然后按有关规范规定的严酷等级进行振动（随机）试验。

当有关规范要求时，应对试验样品进行性能检测。

１０．２．２　温度试验

试验样品保持振动（随机）试验时的安装。

试验箱（室）内的温度应调到有关规范规定值并使试验样品达到温度稳定。

试验箱（室）内温度变化的平均速率为：０．７℃／ｍｉｎ～１℃／ｍｉｎ（按每５ｍｉｎ计算平均速率）。

当有关规范要求时，则对试验样品进行性能检测。

１０．２．３　温度／低气压综合试验

继１０．２．２之后，试验箱（室）内的气压降至有关规范规定值，气压变化率不应大于１０ｋＰａ／ｍｉｎ或按

有关规范规定。

温度和气压达到有关规范规定值并稳定后，当有关规范要求时，则对试验样品进行性能检测。

１０．２．４　温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）综合试验

温度和气压达到规定值并稳定后，按有关规范规定的严酷等级进行振动（随机）试验。当需要确定试验样

品的危险频率而进行振动响应检查时，温度和气压应在规定的持续时间内保持不变。参见图２或图３。

４
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当有关规范要求时，则对试验样品进行性能检测。

试验结束即停止振动，对试验期间运行（或工作）的试验样品应断电或卸载。

１１　中间检测

中间检测应在试验结束前尽可能短的时间内完成。

有关规范可规定在试验期间或结束时（试验样品仍在试验箱内）加负载和（或）检测，需要时应规定

检测的项目和时间。检测时，试验样品不应从试验箱（室）中取出。

注１：不得在试验期间把试验样品从试验箱（室）内取出进行恢复前的检测，再重新放入试验箱（室）内。

注２：如果在持续时间结束前需要了解试验样品在特定时间的性能，则对每个特定的时间应另外增加一批试验

样品。

１２　恢复

试验箱（室）内的气压以不大于１０ｋＰａ／ｍｉｎ的速率恢复到正常大气压。增压期间，不必进行温度控

制。气压恢复后，试验箱（室）内的温度以不大于１℃／ｍｉｎ（按每５ｍｉｎ计算平均速率）的速率恢复到正

常的试验室气候状态。此后，试验样品在试验箱（室）内按有关规范规定进行恢复。参见图２和图３。

试验样品应在标准大气条件下进行恢复。当标准大气条件对试验样品不适宜时，有关规范可规定

其他恢复条件。试验样品在标准大气条件下恢复时，恢复时间要足以使其达到温度稳定，最少时间为

１ｈ。当几个试验样品同时进行试验，而１ｈ的恢复时间又不够时，则最长恢复时间为２ｈ，所以检测必

须在这一时间终了前完成。

若有关规范有要求，则在恢复期间对试验样品通电或加负载，并连续地检测其性能。

注：对于温度为低温的试验样品，为了除去水滴，可手动抖动试验样品，或用室温的空气进行短时吹风。

１３　最终检测

按有关规范规定对试验样品进行外观检查及电气和机械性能检测。

１４　失效判据

失效判据应符合相关规范规定。

１５　有关规范应提供的信息

当有关规范包含本试验时，应给出下列细节：

对应章条号

ａ）　试验样品的安装 第６章

ｂ）　严酷等级 第７章

ｃ）　预处理 第８章

ｄ）　初始检测 第９章

ｅ）　试验样品的状态及注意事项 第１０章

ｆ）　振动轴向 １０．１

ｇ）　在振动（随机）试验时要做的检测 １０．２．１

ｈ）　在温度（低温、高温）试验时要做的检测 １０．２．２

ｉ）　在温度（低温、高温）／低气压综合试验时要做的检测 １０．２．３

ｊ）　中间检测 第１１章

ｋ）　恢复期间的负载条件 第１２章

ｌ）　最终检测 第１３章

ｍ）　失效判据 第１４章
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图１　加速度谱密度的容差限

注１：图中为中间检测。

注２：此图为低温／低气压／振动（随机）综合试验方法的图示，高温／低气压／振动（随机）综合试验方法图示应将试验

温度作相应调整。

图２　非散热试验样品试验曲线图（低温）
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注１：图中为中间检测。

注２：此图为低温／低气压／振动（随机）综合试验方法的图示，高温／低气压／振动（随机）综合试验方法图示应将试验

温度作相应调整。

图３　散热试验样品试验曲线图（低温）
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附　录　犃

（资料性附录）

导　　则

犃．１　一般说明

犃．１．１　其他适用的标准

温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）综合试验方法是在 ＧＢ／Ｔ２４２３．１或 ＧＢ／Ｔ２４２３．２和

ＧＢ／Ｔ２４２３．５６及ＧＢ／Ｔ２４２３．２１的基础上制定的。因而ＧＢ／Ｔ２４２４．１中有关的试验基本原理也适用

于本综合试验。

犃．１．２　试验气压范围

本综合试验考虑了包括地面和飞机常用的气压范围，低于１ｋＰａ的气压不在本部分的范围内。

犃．１．３　散热方式的选择

在所考虑的气压范围内，散热试验样品的表面温度在强迫空气循环条件下比“自由空气”条件下将

大大下降，因此对散热试验样品应采用“自由空气”条件。但考虑到振动台所产生的附加热干扰和设备

不能满足“自由空气”条件，此时允许采用风速小于０．５ｍ／ｓ的强迫空气循环试验方法。

犃．１．４　样品数量的确定

在低气压条件下，由于对流传热的效率下降，而热辐射的影响增大，因此在同一试验箱（室）内的各

散热试验样品间相互热作用也增大，为了避免散热试验样品间因辐射造成的热干扰，故本试验最好一次

只试验一个试验样品。非散热试验样品和那些已知相互间热干扰不大（不影响试验的再现性）的散热试

验样品，则允许多个试验样品一起试验。

犃．１．５　样品固有频率

由于温度引起的材料特性变化会导致试验样品（如橡胶或塑料器件）的固有频率发生漂移（即低温

时向频率高的方向漂移，高温时向频率低的方向漂移），因此要确切地获得试验样品的固有频率，振动响

应检查应在综合环境试验条件下进行。

犃．１．６　综合试验程序

试验样品的综合试验程序，先进行随机振动和温度的综合试验，然后进行温度（低温、高温）／低气

压／振动（随机）综合试验。

犃．１．７　恢复

气压恢复时期间，由于不必进行温度控制。气压恢复后，试验箱（室）内的温度以不大于１℃／ｍｉｎ

（按每５ｍｉｎ计算平均速率）的速率恢复到正常的试验室气候状态。

犃．２　温度（低温、高温）／低气压／振动（随机）综合试验的环境效应

温度、低气压和振动同时作用于试验样品上，可产生下列综合效应：

ａ）　温度所引起的材料特性的变化会增加密封设备或密封件在低气压时的变形和开裂，这一现象

因振动应力的叠加而加剧，增大了泄漏的可能性；

ｂ）　在低气压和温度的同时作用下，引起工程塑料中的塑料分解产物的挥发，导致了零件的机械

或电气性能的变化，当叠加以振动应力时，增大了零件变形和开裂的趋势；

ｃ）　由单项或组合试验未能暴露的其他综合效应。

犃．３　环境参数的测量

犃．３．１　温度测量

在低气压和振动综合环境条件下，测量温度应选用质量小的温度传感器，并安装牢固，使其不致改
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变监测点上的动态特性。对于散热试验样品，温度传感器周围应使用防辐射的屏蔽，以减小因试验样品

热辐射所引起的误差。

犃．３．２　气压测量

气压测量通常应采用细而长的管子将压力计连接到工作空间。因为使用短而粗的连接管可能导致

传感器元件受试验箱（室）内的气体加热或冷却产生弹性变化而出现测量误差。

犃．３．３　振动测量

振动传感器和连接电缆应适用于规定的试验温度，满足试验要求。

传感器的安装应采用紧固件，当采用胶粘剂时，所用胶粘剂应在规定的试验温度下，其物理特性不

改变。
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附　录　犅

（资料性附录）

犌犅／犜２４２３的组成部分

　　ＧＢ／Ｔ２４２３的组成部分如下：

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ＩＥＣ６００６８２

１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＩＥＣ６００６８２

２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ交变湿热（１２ｈ＋

１２ｈ循环）（ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｂ和导则：碰撞

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．７—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｃ和导则：倾跌与翻

倒（主要用于设备型样品）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅｄ：自由跌落

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ：振动（正弦）（ＩＥＣ

６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１５—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｇａ和导则：稳态加速

度（ＩＥＣ６００６８２７：１９８６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｊ和导则：长霉

（ＩＥＣ６００６８２１０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＩＥＣ６００６８

２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｂ：盐雾，交变（氯化

钠溶液）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｍ：低气压试验方法

（ＩＥＣ６００６８２１３：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２３—１９９５　电工电子产品环境试验　试验Ｑ：密封

ＧＢ／Ｔ２４２３．２４—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｓａ：模拟地面上的太

阳辐射（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５：１９７５）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２５—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＭ：低温低气压

综合试验（ＩＥＣ６００６８２４０：１９７６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＢＭ：高温／低气压

综合试验（ＩＥＣ６００６８２４１：１９７６，ＩＤＴ）
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ＧＢ／Ｔ２４２３．２７—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＭＤ：低温／低气

压／湿热连续综合试验（ＩＥＣ６００６８２３９：１９７６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２８—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｔ：锡焊（ＩＥＣ６００６８

２２０：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３０—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验ＸＡ和导则：在清洗

剂中浸渍（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２４５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３２—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｔａ：润湿称量法可焊

性（ＩＥＣ６００６８２５４：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３３—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｃａ：高浓度二氧化

硫试验

ＧＢ／Ｔ２４２３．３４—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＤ：温度／湿度组

合循环试验（ＩＥＣ６００６８２３８：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３５—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＦｃ：散热和非散

热试验样品的低温／振动（正弦）综合试验（ＩＥＣ６００６８２５０：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３６—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＢＦｃ：散热和非散

热试验样品的高温／振动（正弦）综合试验（ＩＥＣ６００６８２５１：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３７—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｌ：沙尘试验

（ＩＥＣ６００６８２６８：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３８—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｒ：水试验方法和导

则（ＩＥＣ６００６８２１８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｅ：弹跳（ＩＥＣ６００６８

２５５：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４０—１９９７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃｘ：未饱和高压蒸汽

恒定湿热（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４１—１９９４　电工电子产品基本环境试验规程　风压试验方法

ＧＢ／Ｔ２４２３．４３—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　振动、冲击和类似动力学

试验样品的安装（ＩＥＣ６００６８２４７：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４５—１９９７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＢＤＭ：气候顺序

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４７—１９９７　 电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｆｇ：声振

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４８—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｆ：振动时间历程法

（ＩＥＣ６００６８２５７：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４９—１９９７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｅ：振动正弦拍频法

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５９：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５０—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃｙ：恒定湿热主要用

于元件的加速试验（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６７：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５１—２０００　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｅ：流动混合气体腐

蚀试验（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６０：１９９５）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５２—２００３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验７７：结构强度与撞击

（ＩＥＣ６００６８２２７：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５３—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｘｂ：由手的磨擦造成

标记和印刷文字的磨损（ＩＥＣ６００６８２７０：１９９５，ＩＤＴ）
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ＧＢ／Ｔ２４２３．５４—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｘｃ：流体污染

（ＩＥＣ６００６８２７４：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５５—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：环境测试　试验 Ｅｈ：锤击试验

（ＩＥＣ６００６８２７５：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５６—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｈ：宽带随机振动

（数字控制）和导则（ＩＥＣ６００６８２６４：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５７—２００８　电工电子产品环境试验　第２８１部分：试验方法　试验Ｅｉ：冲击 冲击响

应谱合成（ＩＥＣ６００６８２８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５８—２００８　电工电子产品环境试验　第２８０部分：试验方法　试验Ｆｉ：振动 混合模式

（ＩＥＣ６００６８２８０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５９—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＢＭＦｈ：温度（低

温、高温）／低气压／振动（随机）综合

ＧＢ／Ｔ２４２３．６０—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｕ：引出端及整体安

装件强度（ＩＥＣ６００６８２２１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０１—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验：倾斜和摇摆

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０２—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验：温度（低温、高温）／

低气压／振动（正弦）综合
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